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Direkt Palladium/Gold (EPAG) auf Kupfer — die neue Oberflache fir
anspruchsvolle Elektronik

Die neue Leiterplattenoberflache EPAG (Electroless Palladium, Autocatalytic Gold) betritt voraussichtlich im Juni 2014 den Leiterplattenmarkt
und wird dann kommerziell erhéltlich sein. Die Erstinstallation erfolgt bei der APL Oberflachentechnik GmbH in Loérrach. EPAG wird von Atotech
unter dem Handelsnamen PallaBond vertrieben. Fiir APL war es wichtig, eine neue, innovative Oberflache zur Erweiterung des
Produktportfolios einzufihren. Denn die Elektronikbranche hat sich verandert und wird sich weiter veréandern, so dass die neue Oberflache
EPAG eine ideale, zukunftstrachtige Erganzung darstellt. Nachfolgend werden die Eigenschaften der neuen Oberflache vorgestelit.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Preis inkl. Preisnachlass: 2,52 €
2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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